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概要 エレクトロニクス機器などに求められている信頼性の保証の観点から，はんだの信頼性評価への関心が高まってい

る。一方，電子機器の高度化のニーズによってその構造がますます複雑になり，その信頼性評価において非線形を考慮した数

値シミュレーションの導入が不可欠な要素になりつつある。正確な数値解析のために簡便かつ効率的なはんだの弾塑性，ク

リープなどの物性値の取得法が求められている。本研究では，はんだの非線形特性である弾塑性とNorton則によって表される

クリープを表すクリープ定数，クリープ指数，さらにAnandらが提唱する粘塑性モデルのパラメータを，引張試験によって効

率的に求める手法を検討した。本手法において応力緩和法を用いることによって，引張速度を変える従来法にくらべて実験数

と実験時間を大幅に減らすことができ，効率的にはんだの物性値を求める手法を提案することができた。さらに実験と数値シ

ミュレーションの結果を比較することにより，本手法の有効性を確認することができ，シミュレーションにおけるはんだ材料

の非線形構成式を効率的に決定する手法として本手法の有用性を示すことができた。

Abstract

This paper reports on the intensive investigation of a method to estimate the lifetime of solder

joints in electronic equipment. Assessing thermal fatigue reliability requires knowledge of the me-

chanical properties of the inelasticity of solder joints at several temperatures. However, measuring

solder properties is expensive and time consuming. A quick and simple investigating technique is

needed immediately. In this article, a tensile test with a relaxation method is proposed in order to

obtain several parameters such as creep constant and index, and the viscoplastic parameters defined

by L. Anand et al. We compare the acquisition of solder characteristics by the conventional method

and the new method, using relaxation part to reduce the numbers of experiments.
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